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製品開発 環境経営報告書　2004

グリーン商品
カシオでは､環境にやさしい製品づくりを行うために､

独自のガイドラインを制定し、
これらの厳しい基準に合格した
環境に与える影響が少ない商品を

｢カシオグリーン商品｣に認定しています｡

グリーン商品開発
カシオは｢軽･薄･短･小･ローパワー｣をコア・コンピタンスとし、環境に負担の少ない､

環境にやさしい商品をつくり続けていくことが､環境への貢献の一つだと考えています｡

C.G.P.50活動
　2001年度から開始したC.G.P.50活動は、基準を満たした「カ

シオグリーン商品」の売上比率を、全商品の売上の50％にすると

いう目標に対する活動です。

■環境適合設計アセスメントとグリーン商品認定

　カシオグル－プでは、「カシオ環境ボランタリ－プラン」

に基づき、新製品を対象に製品アセスメントを1993年か

ら開始し、2001年には環境適合製品としての｢カシオグリー

ン商品｣のための設計基準を明確にするために「カシオ

グリ－ン商品開発ガイドライン」を制定しました。このガイ

ドラインと「製品環境監査手順書」に基づいて、企画、デ

ザインレビュー、設計の各段階において製品アセスメント

として「製品環境監査シート」を作成し、最終的に環境設

計度評価項目で90％以上、環境商品度評価項目で2項目

以上の基準を満たした製品を｢カシオグリ－ン商品｣とし

て認定しています｡

高機能画像処理を支えるWAFER-LEVEL（ウェハーレベル） CSP 実装技術

　カシオマイクロニクスの小型・軽量・

低コスト化を可能にした高密度実

装技術WAFER-LEVEL CSPを採

用することにより、大幅な部品点数

削減と従来基板に収まる小型化を

実現しました。また、基板の接合部

には鉛フリーはんだを採用しています。
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環境商品度評価環境設計度評価

先進的な環境適合設計の実施度
●業界トップレベルの省エネ、

省資源、鉛フリ－等

基本的な環境適合設計の実施度
●３Ｒ対応、グリーン部品採用、

製品環境情報開示等

2002年度実績 2003年度実績

エレクトロニクス機器事業製品

デバイス事業製品

合　　計

92

80

172

73

84

157

2001年度実績

121

45

166

分　　　類

■カシオグリ－ン商品
　開発ガイドライン

■WAFER-LEVEL CSP 構造 ■サイズ比較

■製品環境監査手順書 ■製品環境監査シ－ト

鉛フリーはんだボ－ル（ＢＧＡタイプ）拡大

ファインピッチQFP（100 %）
0.6g

ファインピッチBGA（50%）
0.30ｇ

 ウェハーレベルCSP
（25%）
0.07g

デジタルカメラにおけるグリーン商品化技術

　小型化･薄型化を実現する画像処理プロセッサやメモ

リなどで構成される内部基板の小型化のため、超高密度

実装技術で複数のＬＳＩを立体実装し、さらにパッケ－ジレ

ベルでの積層を行い１チップ化するＳiＰ（システム イン パッ

ケ－ジ）を採用。これにより高速・高画質・省電力という高

機能化と小型化を実現しています。

　半導体部品は、新製品開発でＳiＰが見直される度に低

消費電力化を進め、最新の機種に搭載しているＳiＰでは

従来比で約１/４もの低消費電力化を実現しています。さら

に、基板の小型化によって生じたスペースに大容量バッテ

リを搭載することにより、EX-Z30／Z40では、従来比約

2.5倍もの長い電池寿命を実現しています。2003年 12月

に制定されたＣＩＰＡ規格の電池寿命測定方法によると、 

1回のフル充電で約360枚（約3時間）の静止画像撮影

が可能です。

■EX-Z40

■グリーン商品認定実績（モデル数）

■EX-Z40の高密度実装基板図

■初代のEXILIM（中央）、以前のモ
　デル（上）およびEX-Z40（下）の
　外観、基板内蔵電池の変遷
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保護膜 銅ポスト鉛フリーはんだボール
（BGAタイプ）
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